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2. MA83P05 引脚分配 
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MA83P05

(QFN-32)

引脚名称 引脚编号 输入/输出 引脚描述

S1 1 I 触摸感测器 信道 1 引脚

S0 2 I 触摸感测器 信道 0 引脚

P17/K10 3 I/O I/O 口(有内部上拉电阻和 唤醒/系统复位功能) 和 输入口 (K10) 
OSC1 4 I 晶振输入脚(32.768KHz) 
OSC2 5 O 晶振输出脚(32.768KHz) 
VDD 6 P 电源脚 ( + ) 

OSC3 7 I 阻容振荡器 外部电阻连接脚

VSS 8 P 电源脚 ( - ) 

P13 9 I/O I/O 口 (有内部上拉电阻) 
当 PWM 使能时，P13 可以用作 PWM 输出脚

XRESET 10 I 初始复位输入脚,低电平有效 (有内部上拉电阻) 

P20/K00 11 I/O I/O 口 (有内部上拉电阻和 唤醒/系统复位功能) 和 输入口(K00) 
当 UART 使能时, P20 可用作 UART 之“RX”脚

P34 12 I/O 
I/O 口 (有内部上拉电阻) 
当 SPI 使能时, P34 可用作串口数据输入口“SDI” 
当 UART 使能时, P34 可用作 UART 之“TX”脚

P31/K21 13 I/O 
I/O 口 (有内部上拉电阻) 和 输入口(K21) 
当 SPI 使能时，P31 可用作串口数据输出口“SDO”. 
当 I2C 使能时，P31 用作 I2C 接口之数据线”SDA” 

P30/K20 14 I/O 
I/O 口 (有内部上拉电阻) 和 输入口 (K20) 
当 SPI 使能时，P30 用作串口时钟脚“SCK” 
当 I2C 使能时，P30 用作 I2C 接口之时钟线”SCL” 

P40 15 I/O I/O 口 (有内部上拉电阻) 
P41 16 I/O I/O 口 (有内部上拉电阻) 
P42 17 I/O I/O 口 (有内部上拉电阻) 
P43 18 I/O I/O 口 (有内部上拉电阻) 
P44 19 I/O I/O 口 (有内部上拉电阻) 
P45 20 I/O I/O 口 (有内部上拉电阻) 
S10 21 I 触摸感测器 信道 10 引脚

S11 22 I 触摸感测器 信道 11 引脚

VPP 23 P OTP ROM 电源脚（+）：编程模式 连接到 6.5V        通常模式 连接到 VDD 
TSAREF 24 I 触摸感测器 参考引脚

S9 25 I 触摸感测器 信道 9 引脚

S8 26 I 触摸感测器 信道 8 引脚

S7 27 I 触摸感测器 信道 7 引脚

S6 28 I 触摸感测器 信道 6 引脚

S5 29 I 触摸感测器 信道 5 引脚

S4 30 I 触摸感测器 信道 4 引脚

S3 31 I 触摸感测器 信道 3 引脚

S2 32 I 触摸感测器 信道 2 引脚
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3. MA83P05 应用电路3. MA83P05 应用电路

MA83P05



   触摸感测器 

*有关  QFN32 封装片  焊锡过量造成的问题  

过量的焊锡可能引起 QFN 封装片“浮起”，或者使中央焊盘区与其周围的脚位短路。建议采用以下 PCB

布局方式以避免上述问题。 

PCB 布局方式 1: 

 
 

 

PCB 布局方式 2: 

 

 

 

PCB 布局方式 3:  不要中央的焊盘区域 
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